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Bweetech zigbee3.0&BLE 模块 
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1.  产品概述 

BWMZB06 是由上海熵权物联技术有限公司开发的一款低功耗嵌入式 zigbee3.0&BLE

模块。它由一个高集成度的无线射频芯片 EFR32MG21A020F1024IM32 和少量外围器件

构成，内置了 zigbee3.0网络协议栈和丰富的智能照明调光算法库函数。BWMZB06内嵌低

功耗 Cortex-M33 的 32 位 CPU，1024Kbyte Flash，64KB SRAM 和丰富的外设资源。 

BWMZB06 是一个 RTOS 平台，集成了所有 zigbee3.0 协议栈的函数库。用户可以基

于这些开发满足自己需求的嵌入式 zigbee3.0 产品。 

BWMZB06 功能原理图如图 1 所示： 

 

 
 

 
图 1 BWMZB06 功能原理图 

1.1 特点 
 

1.2 主要应用领域 
智能楼宇 

智慧家居 

智能照明 

工业无线控

1024 
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2.模块接口 
2.1 尺寸封装 

BWMZB06 共有 3 排引脚，引脚间距为 1.27mm。 

BWMZB06 尺寸大小：15mm (W)×19mm (L) ×1.0mm (H)  

 

 

图 2    BWMZB06 正面图和背面图 
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2.2 引脚定义 

接口引脚定义如表 1 所示： 

 
                               表 1    BWMZB06 接口引脚排列说明 

 

引脚序号 管脚 IO 类型 描述 

1 PB01 I/O  

2 PB00 I/O  

3 PA00 I/O  

4 PA01 I/O SWCLK 

5 PA02 I/O SWDIO 

6 GND P 电源参考地 
7 VCC P 电源输入 
8 PA03 I/O SWO 

9 PA04 I/O  

10 PA05 I/O VCOM_TX 

11 PA06 I/O VCOM_RX 

 

 

 

12 PD04 I/O  

13 PD03 I/O  

14 PD02 I/O  

15 

 

PD01 I/O LFXTAL_O 

16 PD00 I/O LFXTAL_I 

17 PC00 I/O  

18 PC01 I/O  

19 PC02 I/O  

20 

 

PC03 I/O  

21 PC04 I/O PTI_DATA 

22 PC05 I/O PTI_FRAME 

23 RESETn I RESETn 

 

 

3. 电气参数 
 

3.1 绝对电气参数 
 

表 3   绝对参数 

 

参数 描述 最小值 最大值 单位 

Ts 存储温度 -20 105 ℃ 

VCC 供电电压 -0.3 3.6 V 

静电释放电压（人体模型） TAMB-25℃ - 2 KV 

静电释放电压（机器模型） TAMB-25℃ - 0.5 KV 
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3.2 工作条件 
 

表 4   正常工作条件 

 

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 

Ta 工作温度 -40 - 125 ℃ 

VCC 工作电压 1.9 3.3 3.6 V 

VIL IO 低电平输入 -0.3 - VCC*0.25 V 

VIH IO 高电平输入 VCC*0.75 - VCC V 

VOL IO 低电平输出 - - VCC*0.1 V 

VoH IO 高电平输出 VCC*0.8 - VCC V 

Imax IO 驱动电流 - - 5 mA 

 

3.3 zigbee 发射功耗 
 

表 5    TX 连续发送时功耗 

 

符号 
参数 

典型值 单位 
模式 速率 发射功率 

IRF Tone 250kbps +20dBm 105 mA 

IRF Tone 250kbps +10dBm 20 mA 

IRF Tone 250kbps +0dBm 6 mA 

 

3.4 zigbee 接收功耗 
  

表 6    RX 连续接收时功耗 

 

符号 模式 速率 典型值 单位 

IRF Normal 250kbps 6 mA 
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3.5 工作模式下功耗 
 

表 7    BWMZB06 工作电流 

 

工作模式 工作状态，Ta=25℃ 平均值 最大值 单位 

组网状态 模块处于入网及信道扫描状态 25 35 mA 

路由状态 模块处于联网工作及路由转发状态 20 25 mA 

接收状态 模块处于接收工作状态 6 10 mA 

 
 

4.射频特性 

 
4.1 基本射频特性 

 

表 8   射频基本特性 

 

参数项 详细说明 

工作频率 2.405~2.485GHz 

Zigbee 标准 IEEE 802.15.4(通道 11-26) 

数据传输速率 250kpbs 

天线类型 PCB 天线 

 

4.2 zigbee 输出功率 
 

表 9    TX 连续发送时功率 

 

参数项 最小值 典型值 最大值 单位 

RF 平均输出功率，802.15.4 CSMA Mode 250kbps - 10 - dBm 

频率误差 -10 - 10 ppm 

 

 

4.3 zigbee 接收灵敏度 
 

表 10    RX 灵敏度 

 

参数项 最小值 典型值 最大值 单位 

PER<5%，RX 灵敏度，802.15.4 CSMA Mode 250k - -102 - dBm 
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5.天线信息 

 
5.1 天线类型 

 PCB 板载天线或 iPEX外接天线接入方式。 

 

5.2 降低天线干扰 

在 zigbee 模块上使用 PCB 板载天线时，为确保 zigbee RF性能的最优化，建议模块

天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上。 

用户 PCB 板在天线区域勿走线甚至覆铜，以免影响天线性能。 模块

的 PCB 板载天线区域参考“图 3 BWMZB06 机械尺寸图”。
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6.封装信息及生产指导 
6.1 机械尺寸 

 
图 3 BWZB01 机械尺寸 

 

6.2 PCB 推荐封装 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4 BWZB01 PCB 封装图 

备注：封装文件库请联系索要 
 

 

 

6.3 生产指南 

出厂的模块存储条件如下： 

1、防潮袋必须存储在温度<30℃，湿度<85%RH 的环境中。 

2、干燥包装的产品，其保质期应该是从包装密封之日起 6 个月的时间。 注意事项 

3、在生产全过程中，各工位操作人员必须戴静电环。 

4、操作时，严防模块沾水或污物。 
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6.4 推荐炉温曲线 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 检查各组件线路之间是否连接良好 

2. 逐一排查各组件的质量 

 

7、基本信息 

 

1 版权声明 

⚫ 本手册版权归属上海熵权物联技术有限公司所有，且保有对所有文档所涉及 

的技术专利，规范定义等的一切权利，未经上海熵权物联技术有限公司同 意，任何单位及

个人均不得擅自摘录本手册内容。 

 

2 免责声明 

⚫ 由于产品迭代的原因，部分内容会由于产品迭代而做出部分内容的变更，由此造成 的理解

问题请及时联系我司，我司将配合客户解决遇到的问题，但由此对客户造成 的时间及成本

的增加我司不负责赔偿。由于部分参数出自于实验室，因此内容所涉 及部分技术参数不

构成任何现实应用情况下的担保或托底保证。 
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